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7种PCB测试方法

1. 在线测试

在线测试 (ICT) 是现有可靠的 PCB
测试类型。高价反映了这一点——数万美元，但成本将取决于电路板和夹具尺寸等因素。

ICT，也称为针床测试，可启动并启动电路板上的各个电路。在大多数情况下，该测试旨在实现
的覆盖率，但您会接近 85-90% 的覆盖率。ICT 的好处在于您获得的 85-90% 完全没有人为错误。

该测试涉及使用以与 PCB 设计相匹配的方式布置的固定探针。探针检查焊接连接的完整性。钉床测试仪
只需将电路板向下推到探针床上即可开始测试。有在板预先设计的接入点，它允许ICT测试探针与电路
连接。他们对连接施加了一定的压力，以确保它保持完整。

ICT 通常在更大的连接和球栅阵列 (BGA) 上执行。

此测试针对“成熟”产品，预计几乎没有修订。如果您没有将可制造性设计作为目标的一部分，并且板
上有合适的焊盘，则您可能无法使用在线测试。不幸的是，您无法改变主意并在生产中途转向 ICT
战略。

2. 飞针测试

飞针测试是一种久经考验的选择，比在线测试便宜。这是一种无动力类型的测试，用于检查：

抵抗性电容电感二极管问题



该测试通过在从基本 CAD 获得的 xy 网格上使用连接到探针的针来进行。您的 ECM
程序进行协调以匹配电路板，然后运行该程序。

我们谈到飞针与 ICT是一个常见的比较。每个都有优点和缺点。

在某些情况下，ICT 无需使用飞针测试，但 PCB
的设计必须适合测试夹具——这意味着更高的初始成本。与飞针测试相比，ICT 可以更快且不易出错，
因此您可能会发现额外的成本是值得的。虽然飞针测试初可能更便宜，但对于大订单来说，它实际上可
能不太划算。

后要提醒一句：PCB 飞针测试不会为电路板供电。

3. 自动光学检测 (AOI)

AOI使用单个 2D 相机或两个 3D 相机拍摄 PCB 的照片。然后，程序会将电路板的照片与详细的原理图进
行比较。如果存在与原理图在一定程度上不匹配的电路板，则该电路板会被标记以供技术人员检查。

AOI 可用于及早发现问题以确保尽快关闭生产。但是，它不会为电路板供电，并且可能无法
覆盖所有部件类型。

切勿仅依赖自动光学检测。AOI 应与其他测试结合使用。我们喜欢的一些组合是：

AOI 和飞针

AOI 和在线测试 (ICT)

AOI 和功能测试

4. 老化测试

顾名思义，老化测试是对 PCB 的一种更强烈的测试。它旨在检测早期故障并建立负载能力。由于其强度
，老化测试可能会破坏被测部件。

老化测试通过您的电子设备推动电力，通常是在其大指定容量。电源通过电路板连续运行 48 至 168 小时
。如果董事会失败，则称为婴儿死亡率。对于军事或医疗应用，婴儿死亡率高的电路板显然不是理想的
。

老化测试并不适用于每个项目，但在某些地方它很有意义。它可以在产品到达客户之前防止尴尬或危险
的产品发布。

请记住，老化测试会缩短产品的使用寿命，尤其是当测试使您的电路板承受比额定值更大的压力时。如
果发现的缺陷很少或没有发现，则可以在较短的时间内降低测试限制，以避免 PCB 承受过大的压力。

5. X 射线检查

也称为 AXI，这种类型的“测试”实际上更像是一种检查工具，至少对于大多数 ECM 而言。

在此测试期间，X 射线技术人员能够通过查看以下内容在制造过程中及早定位缺陷：

焊接连接



内部痕迹

有 2D 和 3D AXI 测试，3D 提供更快的测试周期。

X 射线测试可以检查通常隐藏在视线之外的元素，例如连接和球栅阵列封装，在芯片封装下方具有焊点
。尽管此检查非常有用，但它确实需要经过培训且经验丰富的操作员。

另请注意，您的 ECM 不一定使用 X 光机检查电路板的每一层。的确，我们可以看穿电路板来检测内部
缺陷，但这是一个非常耗时且昂贵的过程（对 ECM 和客户而言）。

6. 功能测试

有些客户确实喜欢好的、老式的功能测试。您的 ECM 使用它来验证产品是否会通电。

这个测试确实需要一些东西：

外部设备

灯具

UL、MSHA 和其他标准的要求

该功能测试及其参数通常由客户提供。一些 ECM 可以帮助开发和设计这样的测试。

这确实需要时间。如果您想快速将产品推出市场，这可能不是您的佳选择。但从质量和寿命的角度来看
，功能测试可以保面子和省钱。

根据具体情况，还有其他类型的功能测试可用于检查您的 PCB。

PCB 功能测试验证 PCB在产品终使用环境中的行为。功能测试、其开发和程序的要求可能因 PCB
和终产品而异。

其他 PCB 组装测试类型包括：

可焊性测试：确保表面坚固并增加形成可靠焊点的机会

PCB 污染测试：检测可能污染电路板、导致腐蚀和其他问题的大量离子

显微切片分析：调查缺陷、开路、短路和其他故障

时域反射计 (TDR)：查找高频板故障，

剥离测试：找出从板上剥离层压板所需的强度度量

浮焊测试：确定 PCB 孔可以抵抗的热应力水平

功能性PCB测试的优势包括：

模拟操作环境，大限度地降低客户成本



可以消除对昂贵的系统测试的需要

可以检查产品功能——从 50% 到  的发货产品，您需要检查和调试它

与其他测试完美搭配，例如 ICT 和飞针

非常适合检测不正确的组件值、功能故障和参数故障

考虑你的情况

找出适合您的 PCB 测试可能是一个挑战；方法肯定很多！您的 ECM
会知道哪些测试适合您的特定需求，因此请经常咨询他们。

不要忘记 PCB
原型设计。产品发布的这一基本要素本身就是一种测试，让您能够在市场出现之前看到真实情况。
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